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A pesquisa, para confecção de placas de

identificação táteis, surgiu da necessidade de

atender demanda do Campus Sapucaia do Sul para

inclusão de deficientes visuais.

O objetivo desta pesquisa foi testar o método de

corte sugerido e aprimorar o mesmo, refazendo a

metodologia aplicada, bem como elencando

possibilidades de melhoria do método proposto na

produção de placas de identificação táteis.
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Após aplicação do método, a ênfase foi eliminar a

conformação das bordas bem como melhorar o

processo de corte.

O tempo de secagem avaliado, foi de 60 a 90

minutos.

INTRODUÇÃO

A metodologia seguiu as etapas de pesagem do

amido e papel, também mensuração da quantidade

de água, repouso da mistura amido e água para a

etapa seguinte de gelatinização em extrusora,

incorporação do papel ao gelatinizado, laminação

para corte em molde de PLA e secagem em

estufa.

METODOLOGIA

Ângulos de corte mais indicados conforme a

indústria papeleira, podem chegar a 90º. Já

conforme a indústria cuteleira, pelo corte ser

realizado em material úmido são indicados de 30º a

60º. Para minimizar a interferência de transferência

de etapas, corte e secagem, acrescentou-se duas

placas para o processo de secagem, medindo 113

mm x 73 mm x 6 mm de lado e altura

respectivamente, com peso mínimo de 35g.

O tempo de secagem avaliado, foi de 60 a 90

minutos

RESULTADOS
CONCLUSÃO

Com o levantamento das possíveis soluções, o

tempo de secagem em estufa, o ângulo de corte a

ser utilizados nas placas e o molde vazado para

secagem foram definidos como continuidade do

projeto, a fim de estabelecer o melhor tempo e

ângulo e eficiência da placa para secagem, para

corrigir a conformação das placas.


